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Fan-out wafer-level 
packaging
Advanced packaging technology  
for heterogeneous system-in-package (SiP)

What is fan-out wafer-level 
packaging technology?

CEA-Leti offers a competitive fan-out wafer-level 
packaging technology using 8” wafers. Based on the 
reconstruction of substrates around individual chips, this 
technology has become an iconic part of any “More than 
Moore” strategy, fueling high-potential multi-chip system-
in-package (SiP) since the mid-2000s.  

Eliminating the need for intermediate laminated 
substrates has enabled the integration of high 
performance systems at a reduced cost and footprint.  
It has also paved the way for applications that would have 
been difficult to address with conventional packaging. 

Applications

RF front-end modules  
for wireless communications and radar

-- Hybrid modules combining III-V, SiC and CMOS
-- Integration of passive components
-- Antenna in package

High-speed optical interconnect
-- VCSEL, PIN Diode and silicon photonics  

system-in-package

Sensing systems
-- Integration of various sensors  

such as MEMS with drivers IC
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Smartphone Lab
Smartphones : les technologies CEA-Leti 
d’aujourd’hui et de demain 

Qu’est ce que Smartphone Lab ?

Le CEA-Leti s’appuie sur son expertise  
en nanotechnologies et en usage pour proposer  
un panel de technologies innovantes pour  
les smartphones d’aujourd’hui et de demain.  
Du gyroscope pour la rotation des écrans en passant  
par les futures antennes 6G, ce démonstrateur  
regroupe l’ensemble des technologies CEA-Leti  
utilisées actuellement ou dans un avenir proche  
par les acteurs des telecom.

Les technologies

•	 Télécommunication : antennes 5G/ 6G,  
technologie Ultra wide Band

•	 Calcul : intégration 3D, mémoires non-volatiles, 
transistors FD-SOI, IA embarquée, etc. 

•	 Capteurs : capteurs M&NEMS intelligents, 
composants piézoélectriques, systèmes optiques 
miniaturisés sur puce, etc.

•	 Affichage : écrans à base de microleds GaN, etc.
•	 Sécurité : gestion des risques d’intrusion et du vol  

de données à l’aide de capteurs de reconnaissance 
•	 RafioFréquence : composants (filtres, amplificateurs, 

switch) dédiés aux transmissions sans fil
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Expertise 

From design fabrication down to UBM level, CEA-Leti offers extensive 
expertise in fan-out wafer-level packaging to industrial partners on the lookout 
for competitive heterogeneous system-in-package (SiP) solutions.

Example of thermal management: 
heat spreader with thermal contact 
on high power amplifier backside 

Fully populated wafer  
heterogeneous loading  
of Si and SiC dice

Pealing of thermal tape used  
for temporary bonding

End result − diced SiP

Publications

•	 System in package embedding 
III-V chips by fan-out wafer-level 
packaging for RF applications, 
ECTC, 2021, pp. 2016-2023

•	 3D embedded wafer-level 
packaging technology 
development for smart card SIP 
application, EPTC, 2012, pp. 
304-310,  

•	 Wafer level processing of 3D 
system in package for RF and 
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Electronic Components and 
Technology, ECTC 2005, pp. 
356-361 Vol. 1 

Interested  
in this technology?

Sylvie Joly 
sylvie-j.joly@cea.fr
+33 645 150 298

La démarche 

Du calcul, aux technologies d’affichage, en passant par les filtres RF-SOI, 
le CEA développe une palette complète de technologies pour les usages 
de demain. Les équipes du CEA-Leti proposent des technologies qui ont la 
particularité d’allier performance, basse consommation et usage innovants.

Prochaines étapes

Les équipes du CEA-Leti préparent l’avenir avec l’intégration de nouveaux 
composants et technologies, y compris :  

•	 Analyse plus fine de la qualité de l’air et prévention des risques sanitaires
•	 Appareil flexible, pliable et écran sans bordures
•	 Développement de l’IoT et de la gestion des tâches quotidiennes  

depuis son smartphone
•	 Transmission très haut débit et communication ultra sécurisée 
•	 Puissance de calcul accrue et optimisation de la gestion  

des flux électroniques grâce à de l’IA embarquée
•	 Gestion des ressources alloués aux composants  

pour diminuer la consommation d’énergie
•	 Et bien d’autres à découvrir...

Chiffres clés

•	 29 composants
•	 Plus de 1 milliard  

de smartphones en circulation 
contiennent au moins une 
technologie issue du CEA-Leti

•	 Près de 20 années d’innovation 

Contact

Thomas Signamarcheix
thomas.signamarcheix@cea.fr
04 38 78 05 54
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